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(54) Leiterplatte (Inlet) fur Chip-Karten 

(57) Die Leiterplatte (Inlet) aus vorzugsweise ther- 
moplastischem Kunststoff fur Chip-Karten besteht aus 
einer, eine Kontaktseite (1) und eine Montageseite (3) 
aufweisenden, beidseitig metallisierten Folie, wobei auf 
der metallisierten Kontaktseite (1) Kontaktfiachen (2) 
entsprechend der Norm der ausseren Anschlusskon- 
takte und auf der metallisierten Montageseite (3) 
Anschlusskontakte (4) fur den Chip (5) sowie Leiterbah- 
nen (6) fur die Spule sowie eine Leiterbahn (7) fur den 
Spulenanschluss an den Chip angeordnet sind, wobei 
fernerdie Durchkontaktierung zwischen den metallisier- 
ten Kontaktseite (1) und Montageseite (3) durch Boh- 
rungen (8) im Tragermaterial hindurch erfolgt und wobei 



der Chip in flip-chip-Technik resp. ohne wire-bond-Ver- 
bindung mittels Leitkleber montiert ist. 

Ein solches Inlet ist rationed und damit ausserst 
kostengunstig herzustellen und erlaubt sowohl eine 
Kontaktierung des Oder der Chips der Chip-Karte Qber 
genormte Anschlusskontakte als auch einen kontaktlo- 
sen Informationsaustausch Qber eine induktive Ankopp- 
lung oder Qber Radiowellen. Hierbei eignet sich eine 
solche Leiterplatte als sogenanntes Kombi-lnlet fur die 
Herstellung einer Chip-Karte sowohl durch Laminieren 
als auch durch Umspritzen. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung betrrfft eine Leiterplatte 
(Inlet) fQr Chip-Karten. 

Die EP-Patentanmeldung 951 1671 7.0 der gleichen s 
Anmelderin beschreibt eine laminierte kontaktbehaftete 
Oder kontaktiose Chip-Karte (Smart-Card) aus minde- 
stens zwei, einen Chip umgebenden Folien aus thermo- 
plastischem Kunststoffmaterial, die unter Druck und 
Hitze zusammengefQgt sind, wobei der Chip auf einer 10 
der Folien test angeordnet und von einer weiteren, ent- 
sprechend gelochten Kern-Folie umgeben ist. Hierbei 
kann eine der Folien als Substrat resp. Leiterplatte 
durch Metallisieren und Strukturieren oder Aufdrucken 
ausgebildet und der Chip auf dieser in flip-chip-Technik 15 
resp. ohne wire-bond-Verbindung mittels einem, beim 
Laminieren aushartenden LeitWeber montiert sein oder 
es kann eine Basis-Folie auf der Aussenseite Leiterbah- 
nen aufweisen, die mit den Anschlussen fur den Chip 
auf der Innenseite des Substrates durch mit Leiterkle- 20 
ber gefullte Durchkontaktierungsbohrungen verbunden 
sind. Hierbei kflnnen zusatzliche, eine Antennen-Spule 
bildende Leiterbahnen angeordnet sein. 

Diese Massnahmen gestatten u.a., auf die bishe- 
rige Komponente eines Moduls vollstandig zu verzich- 25 
ten, womit auch das bisher kostspielige und 
ernergieintensive Aufbringen und Ausharten der Ver- 
gussmasse zum Schutze der Chip-Anschlusse vOllig 
entfailt. Weiter ist ausgefuhrt, dass man die Merkmale 
der Chip-Karte mit Kontakten sowie die Merkmale der 30 
kontaktlosen Chip-Karte miteinander kombinieren 
kOnnte. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist nun die 
Schaffung einer Leiterplatte (Inlet) fur Chip-Karten, die 
sowohl eine Kontaktierung des oder der Chips der Chip- 35 
Karte Qber genormte Anschlusskontakte ermdglicht, als 
auch einen kontaktlosen Informationsaustausch Qber 
eine induktive Ankopplung oder Qber Radiowellen 
ermOglicht, wobei sich ein solches sogenanntes Kombi- 
Inlet fur die Herstellung einer Chip-Karte sowohl durch 40 
Laminieren als auch durch Umspritzen eignet. 

Dies wird erfindungsgemass nun dadurch erreicht, 
dass die Leiterplatte aus einer, eine Kontaktseite und 
eine Montageseite aufweisenden, beidseitig metallisier- 
ten Folie besteht, wobei auf der metallisierten Kontakt- 45 
seite Kontaktfiachen entsprechend der Norm der 
ausseren Anschlusskontakte und auf der metallisierten 
Montageseite Anschlusskontakte fQr den Chip sowie 
Leiterbahnen fur die Spule sowie eine Leiterbahn fur 
den Spulenanschluss an den Chip angeordnet sind, so 
wobei ferner die Durchkontaktierung zwischen den 
metallisierten Kontaktseite und Montageseite durch 
Bohrungen im Tragermaterial hindurch erfolgt und 
wobei der Chip in flip-chip-Technik resp. ohne wire- 
bond-Verbindung mittels LeitWeber montiert ist. 55 

Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der erfin- 
dungsgemassen Leiterplatte kOnnen die Kontaktf lashen 
auf der Kontaktseite sowie die Anschlusskontakten fur 



den Chip, die LeiteitEmnen fur die Spule und die Leiter- 
bahn zum Anschluss der Spule an den Chip durch Foto- 
lithographie oder Siebdruck hergestellt sein. 

Ferner kann bevorzugt die Durchkontaktierung zwi- 
schen den metallisierten Kontaktseite und Montage- 
seite chemisch oder mittels Leiterpaste hergestellt sein. 
Zudem kann die flip-chip-Technik mittels eines Polymer 
erfolgen, dessen Kontaktfiachen Bumps aufweisen 
und/oder, fur eine punktierte VerWebung mit LeitWeber, 
Bumps an den Anschlussf lachen des Chips ausgebildet 
sein konnen in Form einer galvanisch oder chemisch 
aufgebrachten UberhOhung aus Gold, Kupfer oder Nik- 
kei oder einer Golddrahtauftage 0. dgl.. 

Durch diese Massnahmen ist es nunmehr mOglich, 
ein solches Inlet, das sowohl eine Kontaktierung des 
oder der Chips der Chip-Karte Qber genormte 
Anschlusskontakte als auch einen kontaktlosen Infor- 
mationsaustausch Qber eine induktive Ankopplung oder 
Qber Radiowellen erlaubt, rationell und damit dusserst 
kostengunstig herzustellen. Zudem eignet sich eine sol- 
che Leiterplatte als sogenanntes Kombi-inlet fur die 
Herstellung einer Chip-Karte sowohl durch Laminieren 
als auch durch Umspritzen. 

Eine beispielsweise Ausfuhrungsform des Erfin- 
dungsgegenstandes ist nachfolgend anhand der Zeich- 
nung naher erlSutert. Es zeigen: 

Fig. 1 und 2 in Draufsicht und Seitenansicht eine 
Leiterplatte (Inlet) fur Chip-Karten in 
wenigstens angenShert naturlicher 
Grflsse; 

Fig. 3 in Draufsicht die Unterseite der Leiter- 

platte gemass Fig. 1 ; 
und 

Fig. 4 einen Querschnitt durch die Leiter- 

platte gemass Fig. 1 bis 3 im Bereich 
des Chips, in grOsserem Massstab. 

Die erfindungsgemasse Leiterplatte (Inlet) fur eine 
Chip-Karte, hier mit einem Chip, gemass den Fig. 1 bis 
4, besteht vorzugsweise aus einer beidseitig metallisier- 
ten Folie aus vorzugsweise thermoplastischem Kunst- 
stoff, wie PVC (Polyvinylchlorid), PET (Polycarbonat), 
ABS (Acrylnitrit-Butadien-Styrol), PC (Polycarbonat) u. 
a., sowie Mischfbrmen und modifizierte Grundmateria- 
lien, wie PC/ABS, PETG, APET, PMMA u. dgl.. 

Das Inlet ist auf seiner metallisierten sogenannten 
Kontaktseite 1 gemass Fig. 1 durch Fotolithographie 
oder Siebdruck mit Kontaktfiachen entsprechend der 
Norm der ausseren Anschlusskontakte mit Kontaktfia- 
chen 2 versehen. 

Auf seiner metallisierten sogenannten Montage- 
seite 3 gemass Fig. 3 ist das Inlet hingegen, ebenfalls 
durch Fotolithographie oder Siebdruck oder dgl., mit 
den Anschlusskontakten 4 fur den Chip 5 (Fig. 4) sowie 
mit Leiterbahnen 6 fur die Spule sowie einer Leiterbahn 
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7 zu deren Anschluss an wrchip versehen. 

Die Durchkontaktierung zwischen den metallisier- 
ten Kontaktseite 1 und Montageseite 3 erfolgt durch 
Bohrungen 8 durch das Tragermaterial des Inlet hin- 
durch chemisch oder mittels Leiterpaste. s 

Dann kann der Chip 5 in der sogenannten Polymer- 
flip-chip-Technik resp. ohne wire-bond-Verbindung mit- 
tels LeitWeber montiert werden, wie Fig. 4 naher veran- 
schaulicht Fur diese flip-chip-Technik weisen die 
Kontaktfiachen des Polymer sogenannte Bumps 8' auf 10 
und/oder die Bumps sind an den Anschlussf lachen des 
Chips ausgebildet in Form einer galvanisch oder che- 
misch aufgebrachten UberhChung aus Gold, Kupfer 
oder Nickel oder einer Golddrahtauf lage o. dgt. , urn eine 
punktierte VerWebung mit LettWeber zu ermOglichen. 15 

Eine solche vorbeschriebene Leiterplatte (Inlet) fur 
Chip-Karten ist ration ell und damit ausserst kostengun- 
stig herzustellen und erlaubt sowohl eine Kontaktierung 
des oder der Chips der Chip-Karte uber genormte 
Anschlusskontakte als auch einen kontaktlosen Infor- 20 
mationsaustausch uber eine induktive Ankopplung oder 
uber Radiowellen. 

Ferner eignet sich eine solche vorbeschriebene 
Leiterplatte als sogenanntes Kombi-Inlet fur die Herstel- 
lung einer Chip-Karte sowohl durch Laminieren als 25 
auch durch Umspritzen. 
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seite (3) chemisch oder mittels Leiterpaste herge- 
stelrt ist. 

Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die flip-chip-Technik mittels eines 
Polymer erfolgt, dessen Kontaktfiachen Bumps (8') 
aufweisen und/oder fur eine punktierte VerWebung 
mit LeitWeber Bumps an den Anschlussf lachen des 
Chips ausgebildet sind in Form einer galvanisch 
oder chemisch aufgebrachten UberhGhung aus 
Gold, Kupfer oder Nickel oder einer Golddrahtauf- 
lageo. dgL 



Patentanspruche 



1. Leiterplatte (Inlet) aus vorzugsweise thermoplasti- 30 
schem Kunststoff fur Chip-Karten, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Leiterplatte aus einer, eine 
Kontaktseite (1) und eine Montageseite (3) aufwei- 
senden, beidseitig metallisierten Folie besteht, 
wobei auf der metallisierten Kontaktseite (1) Kon- 35 
taktfiachen (2) entsprechend der Norm der ausse- 
ren Anschlusskontakte und auf der metallisierten 
Montageseite (3) Anschlusskontakte (4) fur den 
Chip (5) sowie Leiterbahnen (6) fur die Spule sowie 
eine Leiterbahn (7) fur den Spulenanschluss an 40 
den Chip angeordnet sind, wobei ferner die Durch- 
kontaktierung zwischen den metallisierten Kontakt- 
seite (1) und Montageseite (3) durch Bohrungen (8) 

im Tragermaterial hindurch erfolgt und wobei der 
Chip in flip-chip-Technik resp. ohne wire-bond- Ver- 45 
bindung mittels LeitWeber montiert ist. 

2. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Kontaktfiachen (2) auf der Kon- 
taktseite (1) sowie die Anschlusskontakten (4) fur so 
den Chip (5), die Leiterbahnen (6) fur die Spule und 

die Leiterbahn (7) zum Anschluss der Spule an den 
Chip durch Fdtolithographie oder Siebdruck herge- 
stellt sind. 

55 

3. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Durchkontaktierung zwischen 
den metallisierten Kontaktseite (1) und Montage- 



